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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【公開番号】特開2010-76049(P2010-76049A)
【公開日】平成22年4月8日(2010.4.8)
【年通号数】公開・登録公報2010-014
【出願番号】特願2008-247450(P2008-247450)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  53/02     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  53/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ  37/00    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｍ
   Ｂ２４Ｂ  53/02    　　　　
   Ｂ２４Ｂ  53/00    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月20日(2011.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　研磨部材表面でのダイヤモンドドレッサの摺動距離分布をシミュレーションすることに
より決定されるドレッシング条件で前記研磨部材をドレッシングするドレッシング方法で
あって、
　前記シミュレーションが、前記ダイヤモンドドレッサ表面に配置されたダイヤモンド粒
子の前記研磨部材への食い込み深さに応じて補正された摺動距離を計算する工程を含むシ
ミュレーションであることを特徴とするドレッシング方法。
【請求項２】
　前記シミュレーションが、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材からはみ出したと
きの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて更に補正された摺動距離を計算する工程を
含むシミュレーションであることを特徴とする請求項１に記載のドレッシング方法。
【請求項３】
　前記シミュレーションが、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応じて摺動距離
を計算する工程を含むシミュレーションであることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のドレッシング方法。
【請求項４】
　ダイヤモンドドレッサを用いた研磨部材のドレッシング方法であって、
　仮のドレッシング条件を用いて前記研磨部材表面での前記ダイヤモンドドレッサの摺動
距離を計算するステップと、
　前記計算された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサ表面に配置されたダイヤモンド
粒子の前記研磨部材への食い込み深さに応じて補正するステップと、
　所望の摺動距離分布となるドレッシング条件を、前記仮のドレッシング条件を変えるこ
とで探索するステップと、
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　前記探索されたドレッシング条件で前記ダイヤモンドドレッサにより前記研磨部材をド
レッシングするステップと
　を含むことを特徴とするドレッシング方法。
【請求項５】
　前記補正された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材からはみ出した
ときの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて補正するステップを更に含むことを特徴
とする請求項４に記載のドレッシング方法。
【請求項６】
　前記摺動距離を計算するステップが、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応じ
て摺動距離を計算するステップであることを特徴とする請求項４または請求項５に記載の
ドレッシング方法。
【請求項７】
　ダイヤモンドドレッサを用いた研磨部材のドレッシングにおけるドレッシング条件の決
定方法であって、
　仮のドレッシング条件を用いて前記研磨部材表面での前記ダイヤモンドドレッサの摺動
距離を計算するステップと、
　前記計算された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサ表面に配置されたダイヤモンド
粒子の前記研磨部材への食い込み深さに応じて補正するステップと、
　所望の摺動距離分布となるドレッシング条件を、前記仮のドレッシング条件を変えるこ
とで探索するステップと、
を含むことを特徴とするドレッシング条件決定方法。
【請求項８】
　前記補正された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材からはみ出した
ときの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて補正するステップを更に含むことを特徴
とする請求項７に記載のドレッシング条件決定方法。
【請求項９】
　前記摺動距離を計算するステップが、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応じ
て摺動距離を計算するステップであることを特徴とする請求項７または請求項８に記載の
ドレッシング条件決定方法。
【請求項１０】
　ダイヤモンドドレッサを用いた研磨部材のドレッシングにおけるドレッシング条件の決
定プログラムであって、
　仮のドレッシング条件を用いて前記研磨部材表面での前記ダイヤモンドドレッサの摺動
距離を計算するステップと、
　前記計算された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサ表面に配置されたダイヤモンド
粒子の前記研磨部材への食い込み深さに応じて補正するステップと、
　所望の摺動距離分布となるドレッシング条件を仮のドレッシング条件を変えることで探
索するステップと、
をコンピュータに実行させることを特徴とするドレッシング条件決定プログラム。
【請求項１１】
　前記補正された摺動距離を、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材からはみ出した
ときの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて補正するステップを更にコンピュータに
実行させることを特徴とする請求項１０に記載のドレッシング条件決定プログラム。
【請求項１２】
　前記摺動距離を計算するステップが、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応じ
て摺動距離を計算するステップであることを特徴とする請求項１０または請求項１１に記
載のドレッシング条件決定プログラム。
【請求項１３】
　記録媒体であって、請求項１０乃至１２のいずれか一項に記載のプログラムを記録した
、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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【請求項１４】
　研磨対象物と研磨部材とを摺接させる相対運動機構と、
　前記研磨部材のドレッシングを行うダイヤモンドドレッサを有するドレッシングユニッ
トと、
　前記ダイヤモンドドレッサの摺動距離分布を用いて所望の研磨部材削れ量分布となるド
レッシング条件を決定する演算装置とを備え、
　前記ドレッシングユニットは、前記演算装置で決定したドレッシング条件で前記研磨部
材をドレッシングすることを特徴とする研磨装置。
【請求項１５】
　前記演算装置は、前記ダイヤモンドドレッサ表面に配置されたダイヤモンド粒子の前記
研磨部材への食い込み深さに応じて補正された摺動距離を計算することを特徴とする請求
項１４に記載の研磨装置。
【請求項１６】
　前記演算装置は、前記研磨部材から前記ダイヤモンドドレッサがはみ出したときの前記
ダイヤモンドドレッサの傾きに応じてさらに補正された摺動距離を計算することを特徴と
する請求項１５に記載の研磨装置。
【請求項１７】
　前記演算装置は、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応じて摺動距離を計算す
ることを特徴とする請求項１５または１６に記載の研磨装置。
【請求項１８】
　研磨部材表面でのダイヤモンドドレッサの摺動距離分布をシミュレーションする方法で
あって、
　前記研磨部材の表面上での前記ダイヤモンドドレッサの微小時間内の摺動距離増分を積
算することにより前記ダイヤモンドドレッサの摺動距離を取得し、
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記積算して得られた摺動距離に応じて補正す
ることを特徴とするシミュレーション方法。
【請求項１９】
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材から
はみ出したときの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて更に補正することを特徴とす
る請求項１８に記載のシミュレーション方法。
【請求項２０】
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応
じて更に補正することを特徴とする請求項１８または１９に記載のシミュレーション方法
。
【請求項２１】
　研磨部材表面でのダイヤモンドドレッサの摺動距離分布をシミュレーションするための
プログラムであって、
　前記研磨部材の表面上での前記ダイヤモンドドレッサの微小時間内の摺動距離増分を積
算することにより前記ダイヤモンドドレッサの摺動距離を取得するステップと、
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記積算して得られた摺動距離に応じて補正す
るステップとをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２２】
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記ダイヤモンドドレッサが前記研磨部材から
はみ出したときの前記ダイヤモンドドレッサの傾きに応じて更に補正するステップをコン
ピュータに更に実行させることを特徴とする請求項２１に記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記微小時間における摺動距離増分を、前記ダイヤモンドドレッサの移動の加速度に応
じて更に補正するステップをコンピュータに更に実行させることを特徴とする請求項２１
または２２に記載のプログラム。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の一態様は、研磨部材表面でのダイヤモンドドレッサの摺動距離分布をシミュレ
ーションすることにより決定されるドレッシング条件で前記研磨部材をドレッシングする
ドレッシング方法であって、前記シミュレーションが、前記ダイヤモンドドレッサ表面に
配置されたダイヤモンド粒子の前記研磨部材への食い込み深さに応じて補正された摺動距
離を計算する工程を含むシミュレーションであることを特徴とするドレッシング方法を提
供する。
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